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e PROCEDIMUnTO PARA MEJORAR LA OONBCBBEBBáD 

TÉRMICA DE LOS CONDENSADORES ENROLLADOS *
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P ara  l a  a p lic a c ió n  de condensadorea e l é c t r i c o s  enro­
l l a d o s ,  esp ec ia lm en te  p a ra  l a s  muy red u c id as  dim ensiones 
u su a le s  en  l a  a c tu a l id a d , e s ,  g enera lm en te , de g ra n  im portan^ 
c ia  f a c i l i t a r  todo lo  p o s ib le  l a  conducción d e l c a lo r  produ^_ 
c ido  en e l  i n t e r i o r  d e l  condensador. P e ro  tínicam ente se pue_ 
de co n seg u ir una buena conducción d e l c a lo r  cuando l a  empa 
q u e tad u ra , r o l lo  o bobina d e l condensador hace buen contaq_  
to  té rm ico  con l a s  paredes teim ooonductoras de l a  c a ja ,  ob 
ten ién d o se  l a  m ejor conductiv idad  cuando una lám ina  m e té li  
ca de l a  em paquetadura d e l condensador se en c u e n tra  en  oon 
ta c to  d ir e c to  oon l a s  paredes de l a  c a ja .

En l a s  form as de co n s tru cc ió n  conocidas h a s ta  e l  
p re s e n te , e s to  se consegu ía en  pocos casos y so lam ente cuan 
do e l  d iám etro  de l a  em paquetadura se adaptaba a  l a s  dimen­
s io n e s  de l a  c a ja .  E llo  su p o n ía , s in  embargo, l a  necesidad  
de f a b r i c a r  una c a ja  e s p e c ia l  p a ra  cada tamaño de empaqueta 
d u ra , lo  que re p re se n ta b a , tra tá n d o se  de c a ja s  m e tá lio a s , 
una d i f i c u l t a d  y una e le v ac ió n  d e l costo  de f a b r ic a c ió n . A 
causa  de e s ta  d i f i c u l t a d  se l im ita b a  l a  co n s tru cc ió n  de oon 
densaderes e l e c t r o l í t i c o s  in s ta la d o s  en c a ja s  de a lum in io , 
por ejem plo , a  unos cuantos modelos de c a ja s .  Las empaqueta 
d u ra s , que debido a  su  d iám etro , no ca b ían  en un t ip o  d e te r  
minado de c a ja ,  se in s ta la b a n  en e l  modelo de c a ja  s u p e r io r . 
E n tre  e s to s  dos t ip o s  de c a ja s  e x i s t e ,  g enera lm en te , una d i  
f e r e n c ia  co n s id e rab le  de d iám e tro , de forma que l a  empaque 
ta d u ra  que e r a  demasiado grande p a ra  l a  c a ja  más pequeña,
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cab ía  holgadam ente en l a  c a ja  mayor y no e n tra b a  en co n tac­
to  con l a s  p ared es de e s ta  d ltim a . S i se i n s t a l a  l a  empaque 
ta d u ra  holgadam ente en una c a ja  de dim ensiones demasiado 
g ran d es , e x is te  una capa de a i r e  e n tre  l a  empaquetadura y 
l a  pared  de l a  c a ja ,  que re p re s e n ta  una g ran  r e s i s t e n c ia  
té rm ic a . En e l  caso de una in s ta la c ió n  con lo s  llam ados e s  
p ao iad o re s , que c o n s is te n  generalm ente en  p ap e l p ara fin ad o  
o en  una masa de r e l le n o  y que m antienen a  l a  em paquetadura 
d e l  condensador ce n trad a  e n  l a  c a ja ,  tampooo se consigue 
un co n tac to  d ir e c to  de l a  em paquetadura con l a  pared  de l a  
c a ja ,  de forma que e l  c a lo r  solam ente se puede d esp render 
a travesando  l a  g ran  r e s i s t e n c i a  té rm ic a  d e l e sp a c ia d o r.

E l proced im ien to  p resen te  e lim in a  e s ta s  d i f i c u l t a  
des completamente en to d os lo s  casos en  que l a s  dim ensiones 
de l a  em paquetadura sean p o r m otivos e l é c t r i c o s ,  más re d u  
c id a s  que e l d iám etro  i n t e r i o r  de l a  c a ja  ad ignada.

E l p rocedim iento  c o n s is te  en  a d a p ta r  l a s  dim ensio 
nes de l a  em paquetadura a  l a s  de l a  c a ja  p r e v i s ta ,  es d e o i r ,  
en  p ro ced er de form a in v e rsa  a  l a  que se h a b ía  seguido has 
t a  ahora .

3 a  r e a l iz a c ió n  p rá o t io a  puede h a o e rse , por ejem plo , 
ampliando e l  d iám etro del esp ac io  hueco en e l  cen tro  de l a  
em paquetadura, que p rov iene  d e l huso d e l  a r ro lla m ie n to , 
h a s ta  que e l  d iám etro  e x t e r i o r  de l a  em paquetadura se adap 
t a  a l  d iám etro  i n t e r i o r  de l a  c a ja .  E sto  se puede r e a l i z a r  
de una forma s e n c i l l a  empleando husos de a r ro lla m ie n to  de 
d iám etros d if e r e n te s  o v a r ia b le s .

O tro ejem plo de a p lic a c ió n  c o n s is te  en am p lia r d i 
cho esp ac io  u t i l iz a n d o  e l  huso de a r ro lla m ie n to  c o r r ie n te  
y a r ro lla n d o  prim ero m a te r ia le s  e lé c tr ic a m e n te  in a c tiv o s3o
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s u f ic ie n te s  que se e n ro l la n  convenientem ente an te s  de la  
verdadera  em paquetadura, e s  d e c i r ,  en su  i n t e r i o r ,  o tam bién 
en ro llan d o  l a  em paquetadura sobre un c i l in d r o  hueco, e lé c ­
tr ic am en te  n e u tro , p o r ejemplo de c a r tó n  p a ra fin ad o  o de 
m a te r ia  s i n t é t i c a  y de d iám etro  adecuado, que permanece en 
e l  i n t e r i o r  d e l  condensador.

*
N o t a .
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La p re sen te  p a te n te  de In v en c ió n , c o n s ta  de l a s  s i  
g u ian te s  r e iv in d ic a c io n e s :

ío  -  P roced im ien to  p a ra  m ejo ra r l a  conductiv idad  
té rm ic a  de lo s  condensadores e l é c t r i c o s  e n ro lla d o s , en  lo s  
que l a s  dim ensiones de l a  em paquetadura, r o l l o  o b o b in a , 
por m otivos e l é c t r i c o s ,  son más pequeñas que l a s  dim ensio 
nes i n t e r io r e s  de l a  c a ja  a s ig n ad a , c a ra c te r iz a d o  porque 
e l  d iám etro  de l a  em paquetadura, se  aumenta lo  s u f ic ie n te ,  
p a ra  que l a  p a r te  e x te r io r  de la  em paquetadura e n tr e  en 
co n tac to  con l a  s u p e r f ic ie  i n t e r io r  de l a  c a ja .

2  ̂ -  P ro ced im ien to , según re iv in d ic a c ió n  1* , carao  
te r iz a d o  porque e l  d iám etro  de l a  em paquetadura se aum enta, 
aumentando e l  d iám etro  del huso de en ro lla m ien to .

3* -  P ro ced im ien to , según re iv in d ic a c io n e s  1* y 
2^t c a ra c te r iz a d o  porque l a  em paquetadura se e n ro l la  sobre 
un huso de en ro llam ien to  de d iám etro  c o rr ie n te  y  se aumenta 
l a  em paquetadura m ediante capas de m a te r ia l  in a c tiv o  que



6

**

10

IB

!

2 0  1 0 84

-  4-

se e n ro l la n  ex te rio rm en te  o de p re fe re n o ia  i n t e r io r  menta 
h a s ta  que e l d iám etro  e x te r io r  de l a  em paquetadura se ad ap te  
a l  d iám etro  in te r io r  de l a  caja*

4 . - P ro ced im ien to , según re iv in d ic a c ió n  1*, carao_  
te r iz a d o  porque l a  empaquetadura se e n r o l la  so b re  un o i l in _  
dro hueco n e u tro , cuyo d iám etro  es t a l  que, una vez acabada 
l a  em paquetadura, e l  d iám etro  e x t e r i o r  de e s ta  ú lt im a  se 
ad ap ta  a l  d iám etro  i n t e r i o r  de l a  c a ja .

8 . ^ P roced im ien to  p a ra  m ejo ra r l a  con d u ctiv id ad  
tá rm io a  de lo s  condensadores e lé c t r io o s  e n ro lla d o s , c a ra c te _  
r iz ad o  porque l a s  dim ensiones de l a  em paquetadura son , por 
m otivos e l é c t r i c o s ,  menores que l a s  dim ensiones i n t e r io r e s  

6. -  * P rocedim iento  p a ra  m ejo ra r l a  co n d u c tiv id ad  
té rm ic a  de lo s  condensadores e n ro lla d o s

Segdn se d e sc r ib e  y  r e iv in d ic a  en  e s t a  memoria des_
c r ip t iv a .

Y cuya memoria d e s c r ip t iv a ,  c o n s ta d o  cu a tro  h o ja s ,  
fo l ia d a s  y e s c r i t a s  a máquina p o r  una so la  de sus ca ra s .
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